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摘要(译)

公开了一种用于排列微型LED芯片的方法。 该方法包括：准备由多个芯
片袋形成的芯片载体，该芯片袋的内部压力通过多个抽吸孔降低，将微
型LED芯片捕获在相应的芯片袋中，使得微型LED芯片与芯片袋紧密接
触。 芯片槽的底部，并将捕获在芯片槽中的微型LED芯片放置在基体
上。 每个芯片袋包括倾斜部，宽度大于底部的入口通过该倾斜部连接到
底部。 放置在基体上的相邻微型LED芯片的中心之间的距离与相应芯片
袋的中心之间的距离相同。
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